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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和3年3月18日(2021.3.18)

【公開番号】特開2018-137213(P2018-137213A)
【公開日】平成30年8月30日(2018.8.30)
【年通号数】公開・登録公報2018-033
【出願番号】特願2018-12439(P2018-12439)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｂ   1/22     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  28/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ  11/52     (2014.01)
   Ｃ２２Ｃ  12/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｂ    1/22     　　　Ａ
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｋ
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｒ
   Ｃ２２Ｃ   28/00     　　　Ｂ
   Ｃ０９Ｄ   11/52     　　　　
   Ｃ２２Ｃ   12/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年1月26日(2021.1.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  ハイブリッド導電性インクであって、複数の銀ナノ粒子と、複数の共晶低融点合金粒子
とを含み、前記共晶低融点合金粒子と前記銀ナノ粒子の重量比が１：２０～１：５の範囲
であり、前記複数の共晶低融点合金粒子はＦｉｅｌｄ’ｓ　ｍｅｔａｌ（Ｉｎ５１．０Ｂ
ｉ３２．５Ｓｎ１６．５）を含む、ハイブリッド導電性インク。
【請求項２】
  前記複数の共晶低融点合金粒子と前記複数の銀ナノ粒子の重量比が１：５である、請求
項１に記載のハイブリッド導電性インク。
【請求項３】
  前記複数の銀ナノ粒子は、平均粒径が０．５～１００．０ナノメートルの範囲の平均粒
子サイズを有する、請求項１に記載のハイブリッド導電性インク。
【請求項４】
  インターコネクトを形成する方法であって、
  （ａ）基板の上に配置された導電性部品の上に請求項１に記載のハイブリッド導電性イ
ンクを堆積させることと；
  （ｂ）前記ハイブリッド導電性インクの上に電子部品を配置することと；
  （ｃ）前記基板、導電性部品、ハイブリッド導電性インクおよび電子部品を、（ｉ）前
記ハイブリッド導電性インク中の前記複数の銀ナノ粒子をアニーリングし、（ｉｉ）前記
複数の共晶低融点合金粒子を溶融させて、溶融した共晶低融点合金を生成し、この溶融し
た共晶低融点合金が、アニーリングされた前記複数の銀ナノ粒子の間の空間を占めるよう
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に流れるのに十分な温度まで加熱することと；
  （ｄ）前記ハイブリッド導電性インクの溶融した低融点共晶合金を硬化させ、前記電子
部品および前記導電性部品に融合させることによってインターコネクトを形成することと
を含む、方法。
【請求項５】
　前記複数の共晶低融点合金粒子と前記複数の銀ナノ粒子の重量比が１：５である、請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記十分な温度は、１３０℃である、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記基板はプラスチック基板である、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記プラスチック基板は、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートからなる群から選択される、請求項７に記
載の方法。
【請求項９】
　前記ハイブリッド導電性インクはエアロゾルインクジェット印刷によって堆積される、
請求項４に記載の方法。
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